LOGICPIR

TEPELNA IZOLACNI DESKA
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LOGICPIR je deska vyrobena z tuhého PIR (polyisokyanurat)
pro pouziti v plochych stfeSnich systémech. Jde o velmi tuhy
a dokonale plochy materidl, ktery je idedlnim substrdtem

pro stfesni krytiny, a to zejména pro syntetické membrany.
LOGICPIR ma vysokou pevnost v tlaku a velmi nizkou hodnotu
tepelné vodivosti 0,022 W/m*K.

Vice nez 95 % materidlu PIR se sklada z uzavienych bunék.
Deska PIR neabsorbuje vodu. Udrzuje stabilni parametry
po dlouhou dobu.

TECHNICKE UDAJE

Tloustka, mm 20-250 v krocich po deseti

Velikosti desky, mm 1200 x 600, 2400 x 1200

Tepelnd vodivost, W/m2K 0,022
Reakce na ohen Trida E
Tlakova sila, kPa 120
Dlouhodoba absorpce vody, % 1

Hlinikova fdlie nebo rohoz

Typ povrchu ze skelnych viaken

ZNALOST. ZKUSENOST. ZRUCNOST.

123 mm

DREVO

s hlinikovym povrchem

Tloustka rdznych typl tepelné izolace
se stejnou hodnotou R = 3,0 m? K/W

114 mm 1M mm

90 mm
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s rohozi ze skelnych vildken
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UNIKATNI VLASTNOSTI LOGICPIR

SPOLEHLIVOST
A TRVANLIVOST

Po celou dobu své 25leté Zivotnosti
si LOGICPIR zachovéva své vlastnosti.
U¢inné plini svou funkci v teplotnim
rozmezi od =65 °C do +110 °C, proto
je vhodny pro pouziti v kazdém
klimatickém prostredi.

NEABSORBUJE VODU

Struktura desky je tvofena uzavienymi
tuhymi burikami, které neumoznuji
vodeé proniknout do materidlu.
Kompozitni vrstvy, vyrobené

z hlinikové félie a plastu, poskytuji

dodatecnou izolaci proti vypardm.

NEHORI

LOGICPIR neni horlavy.

Pfi kontaktu s otevienym ohném hof{
polymer pouze na povrchu.

To vytvaii povrchovou vrstvu
drevéného uhli, kterd je ucinnou

obranou proti dalSimu poskozenf
polymeru.

STRESNI SYSTEMY

ODOLNOST PROTI.
DYNAMICKE ZATEZI

LOGICPIR vyhovuije tfidé 2 pro
dynamické zatizeni (EN 826).
Pevnost v tlaku 120 kPa poskytuje
vysokou odolnost proti deformaci
v disledku Zivého zatiZen.

REKORDNE NizKA
TEPELNA VODIVOST

LOGICPIR ma velmi nizkou tepelnou
vodivost 0,022 W/m*K.

Desky maiji okraje tvarované do L,
takze vzdjemné pevné pfiléhaji

a tim zabranuji tepelnym mosttm.

NiZKA HUSTOTA

Nizkd hustota LOGICPIR je
kombinovéna s vysokou tepelnou
odolnosti. Pouziti tohoto produktu
snizuje celkovou véhu stfechy.

To je dulezité zejména pfi rekonstrukci
stfech. Dopravni néklady jsou rovnéz
podstatné snizeny.

MECHANICKY UPEVNENY STRESNI SYSTEM RENOVACE STRECHY

1. Vinity ocelovy plech 1. Zelezobetonové zékladna

2. Parotésna zédbrana 2. Parotésna zdbrana

3. Tepelnd izola¢ni deska LOGICPIR 3. Tepelnd izolace

4. Tepelnd izola¢ni deska LOGICPIR Slope 4. Bitumindzni membréna

5. Tepelna izola¢ni deska LOGICPIR 5. Tepelnd izola¢ni deska LOGICPIR
6. Mechanické pfipevnéni 6. Membréana LOGICROOF V-RP

7. Membrédna LOGICROOF V-RP
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